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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の振動素子に送信信号を供給して受信信号を取得する超音波診断装置の送受信回路
において、
　各振動素子ごとに送信回路モジュールと受信回路モジュールが設けられ、同じ振動素子
に対応する送信回路モジュールと受信回路モジュールが隣接配置され、さらに、同じ振動
素子に対応する送信回路出力信号の端子と受信回路入力信号の端子が隣接配置され、
　前記送信回路モジュールには、送信回路のバイアス入力信号の入力端子が設けられ、
　前記受信回路モジュールには、増幅度制御信号の入力端子が設けられ、
　同じ振動素子に対応する送信回路モジュールと受信回路モジュールがパッケージ化され
て各振動素子に対応したハイブリッドＩＣを形成し、
　複数の振動素子に対応した複数のハイブリッドＩＣがエアフローの向きに沿って配列さ
れる、
　ことを特徴とする超音波診断装置の送受信回路。
【請求項２】
　請求項１に記載の超音波診断装置の送受信回路において、
　前記複数の振動素子は複数の振動素子群に分割され、各振動素子群ごとに送受信回路基
板を有する、
　ことを特徴とする超音波診断装置の送受信回路。
【請求項３】
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　請求項２に記載の超音波診断装置の送受信回路において、
　前記各振動素子ごとのハイブリッドＩＣは、その振動素子が属する振動素子群に対応す
る送受信回路基板上に実装され、
　前記複数の振動素子群に対応する複数の送受信回路基板は、互いに所定の間隔を空けて
積層される、
　ことを特徴とする超音波診断装置の送受信回路。
【請求項４】
　請求項３に記載の超音波診断装置の送受信回路において、
　前記各ハイブリッドＩＣは、電磁波シールド材でコーティングされる、
　ことを特徴とする超音波診断装置の送受信回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の振動素子に送信信号を供給して受信信号を取得する超音波診断装置の
送受信回路に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は、被検体に対して超音波を送受波して被検体内の組織からエコー情報
を取得する装置である。超音波の送受波は、プローブ内に設けられた振動素子によって行
われる。そして、その振動素子に送信信号を供給し、また、振動素子から受信信号を取得
するのが送受信回路である。
【０００３】
　従来の超音波診断装置の送受信回路は、送信回路と受信回路が別々の基板に構成される
ことが一般的であった。図４は、従来の一般的な送受信回路の基板構成を説明するための
図である。図４に示される送受信回路では、送信専用基板５０と受信専用基板５２がそれ
ぞれ別々の基板として構成され、これらの基板がバックプレーン５６に接続されている。
また、バックプレーン５６には、プローブインターフェース基板（プローブＩＦ基板）５
４も接続されている。そして、送信専用基板５０から出力される送信信号がプローブＩＦ
基板５４を介して、つまり、図示する送信信号の流れ６２でプローブに伝送され、また、
プローブから出力される各振動素子ごとの受信信号がプローブＩＦ基板５４を介して、つ
まり、図示する受信信号の流れ６１で受信専用基板５２に伝送される。
【０００４】
【特許文献１】特開平１１－２７４９７０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　図４の送受信回路の基板構成、つまり、送信回路と受信回路が別々の基板となる構成で
は、物理的に送信回路と受信回路が離れて配置されてしまう。このため、送受信信号ライ
ンが引き伸ばされ、ラインのストレイ容量の増加やライン間のクロストークの悪化などが
懸念される。ちなみに、超音波診断装置以外の分野における送受信回路モジュールに関す
る技術が特許文献１に示されている。特許文献１には、コードレスホンや携帯電話などの
無線通信機器における送受信共用の送受信回路モジュールが示されているものの、超音波
診断装置に特化したものではないため、超音波診断装置特有の送受信回路に関する諸問題
は解決されない。例えば、複数の振動子の各々に関する送受信信号ラインの引き伸ばしが
懸念される。
【０００６】
　そこで本発明は、超音波診断装置の送受信回路における新たな回路構成を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　上記目的を達成するために、本発明の好適な態様である送受信回路は、複数の振動素子
に送信信号を供給して受信信号を取得する超音波診断装置の送受信回路において、各振動
素子ごとに送信回路モジュールと受信回路モジュールが設けられ、同じ振動素子に対応す
る送信回路モジュールと受信回路モジュールが隣接配置される、ことを特徴とする。
【０００８】
　望ましくは、同じ振動素子に対応する送信回路モジュールと受信回路モジュールがパッ
ケージ化された各振動素子ごとの送受信回路モジュールを有することを特徴とする。望ま
しくは、前記複数の振動素子は複数の振動素子群に分割され、各振動素子群ごとに送受信
回路基板を有することを特徴とする。望ましくは、前記各振動素子ごとの送受信回路モジ
ュールは、その振動素子が属する振動素子群に対応する送受信回路基板上に実装され、前
記複数の振動素子群に対応する複数の送受信回路基板は、互いに所定の間隔を空けて積層
されることを特徴とする。望ましくは、前記各送受信回路モジュールは、電磁波シールド
材でコーティングされることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明により、超音波診断装置の送受信回路における新たな回路構成が提供される。例
えば、送信回路モジュールと受信回路モジュールが隣接配置されるため、送受信信号ライ
ンが短縮化され、パターン長を最小限に抑える事が可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明の好適な実施形態を図面に基づいて説明する。
【００１１】
　本発明に係る超音波診断装置の送受信回路では、各振動素子ごとに送信回路モジュール
と受信回路モジュールが設けられ、さらに、同じ振動素子に対応する送信回路モジュール
と受信回路モジュールがパッケージ化されて送受信回路モジュールを構成している。
【００１２】
　図１は、本発明に係る送受信回路モジュールを説明するための図であり、図１には、送
信回路モジュールと受信回路モジュールがパッケージ化された集積回路（ハイブリッドＩ
Ｃ）の内部構成図が示されている。ハイブリッドＩＣ１０は、各振動素子ごとに設けられ
、送信回路モジュール１２と受信回路モジュール１４を含んでいる。
【００１３】
　送信回路モジュール１２には、送信回路入力信号２１として送信パルス信号が入力され
る。そして、送信パルス信号が電力増幅され、送信回路出力信号２３として振動素子駆動
信号が出力される。出力される振動素子駆動信号は、その送信回路モジュール１２に対応
する振動素子へ供給される。なお、送信回路モジュール１２には、電力増幅の特性を設定
する制御信号（例えば、送信回路バイアス入力信号２２など）の入力端子が設けられても
良い。
【００１４】
　受信回路モジュール１４には、受信回路入力信号２４として振動素子の出力信号が入力
される。振動素子から出力される受信信号は微弱な電気信号であるため、受信回路モジュ
ール１４において電力増幅され、受信回路出力信号２６として出力される。つまり、受信
回路モジュール１４は、対応する振動素子に関する受信信号を出力する。なお、受信回路
モジュール１４には、電力増幅の特性を設定する制御信号（例えば、増幅度制御信号２５
など）の入力端子が設けられても良い。
【００１５】
　ハイブリットＩＣ１０は、基板実装後に送信回路の出力パターンと受信回路の入力パタ
ーンが接続される事を考慮して、送信回路出力信号２３の端子と、受信回路入力信号２４
の端子が向き合うように配置されることが望ましい。この配置方法により振動素子までの
送受信信号ラインをより短くすることができる。
【００１６】
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　各振動素子ごとの送受信回路をモジュール化してハイブリッドＩＣ１０としたことで、
他の超音波診断装置への流用も可能になる。また、ハイブリッドＩＣ１０を電磁波シール
ド材でコーティングすることにより、外来からのノイズ混入を防ぎ画像に発生するノイズ
対策やＥＭＣ対策も可能である。
【００１７】
　図２は、本発明に係る送受信回路基板を説明するための図である。送受信回路基板３０
は、各振動素子群ごとに設けられる。つまり、プローブ内の複数の振動素子が複数の振動
素子群に分割され、その振動素子群ごとに送受信回路基板３０が設けられる。送受信回路
基板３０には、複数のハイブリッドＩＣ１０および複数の送信波形発生器３２が実装され
る。
【００１８】
　各ハイブリッドＩＣ１０は、送受信回路基板３０に対応する振動素子群内の各振動素子
に対応している。図２の例では、縦に８個、横に４列、合計３２個のハイブリッドＩＣ１
０が実装されている。つまり、この受信回路基板３０が、３２個の振動素子（振動素子群
）に対応している。
【００１９】
　さらに、ハイブリッドＩＣ１０の各列（縦の８個）ごとに送信波形発生器３２が設けら
れている。各送信波形発生器３２は、対応する８個のハイブリッドＩＣ１０の各々に供給
する送信パルス信号を発生する。図１を利用して詳述したように、この送信パルス信号が
、各ハイブリッドＩＣ１０において電力増幅されて振動素子駆動信号として振動素子へ出
力される。なお、各ハイブリッドＩＣ１０から出力される振動素子の出力信号に対して信
号処理を実行する受信処理回路が、必要に応じて、送受信回路基板３０内に設けられても
よい。
【００２０】
　図３は、本発明に係る送受信回路の全体構成を説明するための図であり、図３の（Ｂ）
には、複数の送受信回路基板３０がバックプレーン４０に接続された送受信回路部分が示
されている。図３の（Ｂ）における各送受信回路基板３０は、図２を利用して詳述した、
３２個の振動素子（振動素子群）に対応した送受信回路基板３０である。図３の（Ｂ）で
は３枚の送受信回路基板３０が互いに所定の間隔を空けて積層されている。そして、基板
間の空隙を利用してハイブリッドＩＣ１０が各基板に実装される。このため、ハイブリッ
ドＩＣ１０は板状に形成されることが望ましい。例えば、ＩＣのパッケージとして一般的
に利用されるＳＩＰ（シングルインラインパッケージ）などが好適である。ハイブリッド
ＩＣ１０が基板間の空隙を利用して基板に立てて実装されるため高密度実装が可能になる
。しかも、図３の（Ａ）に示すエアフローの向き３４に沿って、ハイブリッドＩＣ１０の
冷却エアフローを流すことにより、エアフローの流れを遮ることなく冷却効果を向上させ
ることもできる。
【００２１】
　図３の（Ｂ）には、３枚の送受信回路基板３０が示されている。各送受信回路基板３０
は３２個の振動素子に対応するため、３枚の基板で合計９６個の振動素子を制御できる。
もちろん、送受信回路基板３０の枚数は３枚に限定されず、送受信回路基板３０の枚数を
増やすことにより、さらに多くの振動素子を制御することが可能になる。つまり、本発明
に係る送受信回路は、振動素子数に応じた設計変更が容易であり拡張性の面でも優れてい
る。
【００２２】
　ちなみに、図３の（Ｂ）のバックプレーン４０には、送受信回路部分以外の基板、例え
ば、プローブインターフェース基板などが接続されてもよい。
【００２３】
　以上説明した本実施形態の送受信回路により、次のような効果が得られる。
【００２４】
　一般的に、送受信信号パターンが引き伸ばされパターン容量が増大すると、振動素子の
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出力信号のアンプとして低入力インピーダンスのプリアンプを使用した場合、受信信号Ｓ
／Ｎの悪化に繋がってしまう。これに対して、本実施形態の送受信回路では、送信回路モ
ジュールと受信回路モジュールが隣接配置されて送受信信号ラインを短縮化しパターン長
を最小限に抑える事が可能となりパターン容量も低減できたため、受信信号Ｓ／Ｎの悪化
を抑えることができる。送受信信号パターンが引き伸ばされパターン容量が増大すると、
送信回路の負荷が重くなり送信信号の歪みが増大するが、本実施形態では、パターン容量
を低減できるため送信信号の歪みを最小限に抑えることができる。また、パターン長が短
くなるためパターン間の距離を大きく取ることも可能になる。パターン間の距離を大きく
取ることで、各送受信チャンネル間のクロストーク性能が向上し画質の分解能が向上する
。また送信音場のサイドローブも低減できる。
【００２５】
　さらに、本実施形態では、送受信回路基板のスロット間の空間を利用してハイブリッド
ＩＣが実装されるため、送受信回路基板の面積や基板枚数を最小限に抑えることができる
。また、送受信回路モジュールをハイブリットＩＣ化することにより、送受信回路基板の
層数が低減されコストダウンにも繋がる。また、送受信回路基板のパターン配線が容易に
なり他の超音波診断装置へ流用した場合の性能の均一化が図れる。
【００２６】
　従来の超音波診断装置は、送信専用の基板と受信専用の基板が別々に設けられていたた
め、超音波診断装置のチャンネル数（振動素子数）を増減させる際、基板を製作し直す必
要があった。本実施形態では、送受信がペアとなっている構成の送受信回路基板とするこ
とにより、チャンネル数の増減に基板の枚数の増減で対応でき、開発工数の削減に繋がる
。なお、ハイブリットＩＣ実装技術を利用することにより、モノリシックＩＣを製作する
より低コストで上述した各効果が得られる。
【００２７】
　以上、本発明の好適な実施形態を説明したが、上述した実施の形態は、あらゆる点で単
なる例示にすぎず、本発明の範囲を限定するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明に係る送受信回路モジュールを説明するための図である。
【図２】本発明に係る送受信回路基板を説明するための図である。
【図３】本発明に係る送受信回路の全体構成を説明するための図である。
【図４】従来の送受信回路の基板構成を説明するための図である。
【符号の説明】
【００２９】
　１０　ハイブリッドＩＣ、１２　送信回路モジュール、１４　受信回路モジュール、３
０　送受信回路基板。
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